Sapphire NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X

Artikel 703290
Herstellernummer 11322-01-40G
EAN 4895106293328
Sapphire

Software-BIOS-Schalter
Kdnnen sie mit unserer TriXX-Software vom OC BIOS-Modus in den Secondary-Modus oder zuriick wechseln, um schnell und
einfach zwischen lhren Dual-BIOS-Modi zu wechseln.

Backplate
Die Backplate sorgt fiir Stabilitéat und verbessert die Warmeableitung, sodass die Karte immer schén kihl bleibt.

ARGB
Gestalten Sie das Aussehen lhrer NITRO+ Karte mit dem integrierten ARGB.

Outputs
Anschlisse: Wahle zwischen HDMI und DisplayPort mit einer maximalen Anzahl von 4 Ausgéngen

Kiihlung
Innovative Kuhltechnologien fiir hchste Performance und optimalen Luftstrom

Vapor-X-Kiihlung

Die Vapor Chamber ist in Kontakt mit der Oberflache des Hauptchips und des Speichers montiert. Da der gesamte Bereich die
Warme mit der gleichen Geschwindigkeit Ubertragt, wurde das Vapor-X-Modul so entwickelt, dass es bei der Warmeabfuhr effizienter
arbeitet als ein Kupferkihlkérper. Bei Warmeentwicklung wird die Warmequelle zu den Verdampfungsdochten gedriickt, um den
Warmeableitungsprozess zu starten. Aufgrund des extrem niedrigen Drucks werden Arbeitsflissigkeit und reines Wasser leicht
verdampft und durch das Vakuum bis zum Kondensationsdocht geleitet, der sich neben der gekihlten Oberflache befindet. Von hier
aus kehrt es in den flissigen Zustand zurlick, wobei die Flissigkeit dann durch Kapillarwirkung in den Transportdocht absorbiert und
zurlick zum Verdampfungsdocht bewegt wird. Ein System mit riickgefuhrter Flussigkeit entsteht, wenn die Warmequelle die
FlUssigkeit wieder erwérmt und sie durch den Verdampfungsdocht erneut verdampft wird, um den Vapor-X-Kiihlprozess erneut zu
starten.

Wellenférmiges Finnen-Design & V-férmiges Finnen-Design fiir die GPU Kiihlung
Das wellenférmige Finnen-Design reduziert den Reibungswiderstand wenn der Luftstrom in das Finnenmodul eintritt und reduziert
dadurch die Windschnittgerdusche.

Das V-férmige Finnendesign auf der Oberseite des Grafikprozessors beschleunigt und zentralisiert den Luftstrom um den
Grafikprozessor, um die Warme effizient abzuleiten.

Druckgegossener Rahmen aus Aluminium-Magnesium-Legierung & Frontplate-Kiihlkérper

Der Rahmen aus druckgegossener Aluminium-Magnesium-Legierung, der die Seiten der Leiterplatte umschlief3t, tragt zur
strukturellen Steifigkeit des Gehauses bei und sorgt fiir ein starkes, kratzfestes und hochwertiges Finish, das die Asthetik und Stérke
der Grafikkarte unterstreicht. Der druckgegossene Frontplate-Kiihlkérper, der die gesamte Platine bedeckt, kiihlt die VRMs, den
Speicher und die Drosseln und sorgt so flr eine hervorragende Warmeableitung um einen erstklassigen Luftstrom und eine



hervorragende Kihlleistung zu gewahrleisten.

Digitale Stromversorgung
Die SAPPHIRE NITRO+ & PULSE AMD Radeon™ RX 7900 wurden mit einer digitalen Stromversorgung ausgestattet, die eine exakte
Energiekontrolle und Verbrauchseffizienz erméglicht.

Ultrahochleistungsfahiger leitfahiger Polymer-Aluminium-Kondensator

DeruUltrahochleistungsfahige und leitfadhige Polymer-Aluminium-Kondensator hat eine kleine Leiterplattenflache, aber eine hohe
volumetrische Kapazitét, die eine Stromversorgung mit 20 Phasen auf der Grafikkarte der RX 7900-Serie ermdglicht. Der
Kondensator bietet eine stabile Kapazitat bei hohen Frequenzen und Temperaturen und das bei sehr geringem Signalrauschen, was
die Stabilitédt und Zuverlassigkeit des Produkts gewahrleistet.

Kupfer-Leiterplatte mit hohem Tg-Wert

Die GPU ist auf einem hochdichten 14-lagigen 20z-Kupfer- PCB mit hohem Glasiibergangstemperaturwert montiert, um der hohen
Geschwindigkeit, dem hohen Strom und dem erhéhten Energiebedarf der GPU und des Speichers gerecht zu werden und eine hohe
Stabilitat des PCBs wahrend des Betriebs zu gewahrleisten.

Metall-Backplate
Die Vollaluminium-Backplate bietet zusétzliche Steifigkeit, die garantiert, dass sich nichts verbiegt und Staub drauBBen bleibt. Sie hilft
auch, lhre Karte zu kiihlen, indem sie die Warmeabfuhr erhoht.

Dedizierte Kiihlung der Spanungsregler
Ein dediziertes Kiihlungsmodul fiir die Spannungsregler sorgt fiir optimale Warmeableitung, besten Luftstrom und beste
Kuhlperformance.

Angular Velocity Liifterblatt

Die Angular Velocity Lufterblatter sorgen fur eine doppelte Schicht abwarts gerichteten Luftdrucks, die zusammen mit dem Luftdruck
am auBeren Ring des Axialllifters bis zu 44 % mehr abwarts gerichteten Luftdruck und bis zu 19 % mehr Luftstrom flir einen leiseren
und kihleren Betrieb im Vergleich zu den vorherigen Generationen erzeugt.

Optimierte Verbundstoff-Heatpipe
Die Verbundstoff-Heatpipes sind fiir jedes einzelne Kiihlungsdesign mit optimalem Warmefluss fein abgestimmt und verteilen die
Warme effizient und gleichméBig auf das gesamte Kihimodul.

Assistive System Fan Control

Wenn die Temperatur der GPU steigt, werden die Liifter der Grafikkarte entsprechend schneller. Um die Kiihlung und
Warmeableitung weiter zu unterstiitzen, steuert die Funktion "Assistive System Fan Control" in der TriXX-Software von SAPPHIRE
die Geschwindigkeit eines Systemllfters so, dass er automatisch zur gleichen Zeit wie die Grafikkartenliifter ansteigt, was dazu
beitragt, die erwarmte Luft schneller aus dem gesamten System abzufiihren.

OC-BIOS
Dieses BIOS wurde fir die maximale TGP-Einstellung entwickelt, um die Spieleleistung zu maximieren.

Sicherungsschutz
Um Ihre Karte zu schiitzen, verfligen die Karten der SAPPHIRE Serie Uiber eine in die Schaltung des externen PCI-E-
Stromanschlusses integrierte Sicherung, um die Komponenten vor Beschadigung zu schitzen.

Dual BIOS
Wahlen Sie zwischen dem OC BIOS-Modus oder dem Secondary-Modus, um |hr Spielerlebnis zu verbessern.

Grafikkarten-Halterung
Im Lieferumfang ist ein Grafikkartenhalter enthalten, der die Grafikkarte auf dem PCle-Steckplatz an ihrem Platz halt.

Dual ARGB Light Bar

Mit dem geschmackvollen Gehausedesign, ergénzt durch ARGB-LEDs, kénnen Sie die Farben der LED fiir ein individuelles Design
andern. Dies kann Uber die TriXX-Software gesteuert werden. Wéhlen Sie aus verschiedenen Modi wie dem Fan Speed Mode, dem
PCB Temperature Mode oder dem bunten Regenbogenmodus oder schalten Sie die LEDs aus.

Externe Synchronisation der ARGB-Steuerung

Aktivieren Sie die externe Synchronisierung der RGB-LEDs zwischen der Grafikkarte und dem Motherboard iber den 3-Pin-Header
am Ende der Karte. Gamer kénnen dann wahlen, ob die Grafikkarte die RGB-LED-Effekte unabhéngig ausfliihrt oder ob das
Motherboard die Kontrolle tbernimmt.

Quick Connect Liifter
Wenn es ein Lifterproblem gibt, missen Sie nicht die gesamte Karte zurlickgeben. SAPPHIRE oder unsere Vertriebspartner senden
Ihnen einen Ersatzlifter direkt zu! Das bedeutet, dass sie leicht zu entfernen, zu reinigen und zu ersetzen sind und mit nur einer



Schraube zuverlassig an ihrem Platz gehalten werden.

Doppelkugellager
Diese verfiigen Uber doppelt kugelgelagerte Liifter, die in unseren Tests eine um ca. 85% langere Lebensdauer als Gleitlager
aufweisen. Durch die Verbesserungen an den Lifterflliigeln ist die Losung bis zu 10% leiser als die Vorgéngergeneration.

Tri-X Kiihltechnologie
Eine innovative Mischung aus robuster VRM-Kihlung und unabhangigen Speicher-Thermomodulen arbeitet parallel, um Wéarme
effizient und effektiv Gber alle Bereiche hinweg abzuflhren.

Tunnelférmige Lamellen erhéhen den Konvektionsluftstrom und sorgen dafir, dass der Wind kontinuierlich durch das Kihl- und
Geblasesystem stromt.

Die Wéarme wird von einem Trio groBer, effizienter Lifter abgefiihrt, die gegen den Uhrzeigersinn laufen, um den Luftstrom zu
maximieren.

Zusammenfassung

Software-BIOS-Schalter
Kdnnen sie mit unserer TriXX-Software vom OC BIOS-Modus in den Secondary-Modus oder zuriick wechseln, um schnell und einfach
zwischen lhren Dual-BIOS-Modi zu wechseln.

Backplate
Die Backplate sorgt fir Stabilitdt und verbessert die Warmeableitung, sodass die Karte immer schén kiihl bleibt.

ARGB
Gestalten Sie das Aussehen lhrer NITRO+ Karte mit dem integrierten ARGB.

Outputs
Anschlisse: Wahle zwischen HDMI und DisplayPort mit einer maximalen Anzahl von 4 Ausgéngen

Kihlung
Innovative Kihltechnologien fir hdchste Performance und optimalen Luftstrom

Vapor-X-Kiihlung

Die Vapor Chamber ist in Kontakt mit der Oberflache des Hauptchips und des Speichers montiert. Da der gesamte Bereich die Warme
mit der gleichen Geschwindigkeit Ubertragt, wurde das Vapor-X-Modul so entwickelt, dass es bei der Warmeabfuhr effizienter arbeitet
als ein Kupferkihlkérper. Bei Warmeentwicklung wird die Warmequelle zu den Verdampfungsdochten gedriickt, um den
Warmeableitungsprozess zu starten. Aufgrund des extrem niedrigen Drucks werden Arbeitsfliissigkeit und reines Wasser leicht
verdampft und durch das Vakuum bis zum Kondensationsdocht geleitet, der sich neben der gekiihlten Oberflache befindet. Von hier
aus kehrt es in den fllissigen Zustand zurilick, wobei die Flissigkeit dann durch Kapillarwirkung in den Transportdocht absorbiert und
zuriick zum Verdampfungsdocht bewegt wird. Ein System mit riickgefuhrter Fliissigkeit entsteht, wenn die Warmequelle die Flissigkeit
wieder erwarmt und sie durch den Verdampfungsdocht erneut verdampft wird, um den Vapor-X-Kihlprozess erneut zu starten.

Wellenférmiges Finnen-Design & V-férmiges Finnen-Design fiir die GPU Kiihlung
Das wellenférmige Finnen-Design reduziert den Reibungswiderstand wenn der Luftstrom in das Finnenmodul eintritt und reduziert
dadurch die Windschnittgerdusche.

Das V-formige Finnendesign auf der Oberseite des Grafikprozessors beschleunigt und zentralisiert den Luftstrom um den
Grafikprozessor, um die Warme effizient abzuleiten.

Druckgegossener Rahmen aus Aluminium-Magnesium-Legierung & Frontplate-Kiihlkérper

Der Rahmen aus druckgegossener Aluminium-Magnesium-Legierung, der die Seiten der Leiterplatte umschlief3t, tragt zur strukturellen
Steifigkeit des Gehauses bei und sorgt fiir ein starkes, kratzfestes und hochwertiges Finish, das die Asthetik und Stérke der Grafikkarte
unterstreicht. Der druckgegossene Frontplate-Kihlkérper, der die gesamte Platine bedeckt, kiihlt die VRMs, den Speicher und die
Drosseln und sorgt so flr eine hervorragende Warmeableitung um einen erstklassigen Luftstrom und eine hervorragende Kuhlleistung
zu gewabhrleisten.

Digitale Stromversorgung
Die SAPPHIRE NITRO+ & PULSE AMD Radeon™ RX 7900 wurden mit einer digitalen Stromversorgung ausgestattet, die eine exakte
Energiekontrolle und Verbrauchseffizienz erméglicht.

Ultrahochleistungsfahiger leitfahiger Polymer-Aluminium-Kondensator



DeruUltrahochleistungsfahige und leitfahige Polymer-Aluminium-Kondensator hat eine kleine Leiterplattenflache, aber eine hohe
volumetrische Kapazitét, die eine Stromversorgung mit 20 Phasen auf der Grafikkarte der RX 7900-Serie ermdglicht. Der Kondensator
bietet eine stabile Kapazitat bei hohen Frequenzen und Temperaturen und das bei sehr geringem Signalrauschen, was die Stabilitat
und Zuverlassigkeit des Produkts gewahrleistet.

Kupfer-Leiterplatte mit hohem Tg-Wert

Die GPU ist auf einem hochdichten 14-lagigen 2o0z-Kupfer- PCB mit hohem Glaslibergangstemperaturwert montiert, um der hohen
Geschwindigkeit, dem hohen Strom und dem erhdhten Energiebedarf der GPU und des Speichers gerecht zu werden und eine hohe
Stabilitdt des PCBs wéahrend des Betriebs zu gewéhrleisten.

Metall-Backplate
Die Vollaluminium-Backplate bietet zusétzliche Steifigkeit, die garantiert, dass sich nichts verbiegt und Staub draufB3en bleibt. Sie hilft
auch, lhre Karte zu kiihlen, indem sie die Warmeabfuhr erhoht.

Dedizierte Kiihlung der Spanungsregler
Ein dediziertes Kiihlungsmodul flr die Spannungsregler sorgt fiir optimale Warmeableitung, besten Luftstrom und beste
Kihlperformance.

Angular Velocity Liifterblatt

Die Angular Velocity Lifterblatter sorgen fiir eine doppelte Schicht abwérts gerichteten Luftdrucks, die zusammen mit dem Luftdruck
am &uBeren Ring des Axialllifters bis zu 44 % mehr abwarts gerichteten Luftdruck und bis zu 19 % mehr Luftstrom firr einen leiseren
und kihleren Betrieb im Vergleich zu den vorherigen Generationen erzeugt.

Optimierte Verbundstoff-Heatpipe
Die Verbundstoff-Heatpipes sind fiir jedes einzelne Kiihlungsdesign mit optimalem Warmefluss fein abgestimmt und verteilen die
Warme effizient und gleichméBig auf das gesamte Kihimodul.

Assistive System Fan Control

Wenn die Temperatur der GPU steigt, werden die Lifter der Grafikkarte entsprechend schneller. Um die Kiihlung und Warmeableitung
weiter zu unterstiitzen, steuert die Funktion "Assistive System Fan Control" in der TriXX-Software von SAPPHIRE die Geschwindigkeit
eines Systemlifters so, dass er automatisch zur gleichen Zeit wie die Grafikkartenliifter ansteigt, was dazu beitragt, die erwarmte Luft
schneller aus dem gesamten System abzuflhren.

OC-BIOS
Dieses BIOS wurde fiir die maximale TGP-Einstellung entwickelt, um die Spieleleistung zu maximieren.

Sicherungsschutz
Um lhre Karte zu schiitzen, verfiigen die Karten der SAPPHIRE Serie Uiber eine in die Schaltung des externen PCI-E-
Stromanschlusses integrierte Sicherung, um die Komponenten vor Beschadigung zu schiitzen.

Dual BIOS
Wabhlen Sie zwischen dem OC BIOS-Modus oder dem Secondary-Modus, um Ihr Spielerlebnis zu verbessern.

Grafikkarten-Halterung
Im Lieferumfang ist ein Grafikkartenhalter enthalten, der die Grafikkarte auf dem PCle-Steckplatz an ihrem Platz halt.

Dual ARGB Light Bar

Mit dem geschmackvollen Gehausedesign, erganzt durch ARGB-LEDs, kénnen Sie die Farben der LED fiir ein individuelles Design
andern. Dies kann Uber die TriXX-Software gesteuert werden. Wahlen Sie aus verschiedenen Modi wie dem Fan Speed Mode, dem
PCB Temperature Mode oder dem bunten Regenbogenmodus oder schalten Sie die LEDs aus.

Externe Synchronisation der ARGB-Steuerung

Aktivieren Sie die externe Synchronisierung der RGB-LEDs zwischen der Grafikkarte und dem Motherboard Uber den 3-Pin-Header am
Ende der Karte. Gamer kénnen dann wahlen, ob die Grafikkarte die RGB-LED-Effekte unabhangig ausfiihrt oder ob das Motherboard
die Kontrolle Gbernimmt.

Quick Connect Liifter

Wenn es ein Lifterproblem gibt, missen Sie nicht die gesamte Karte zuriickgeben. SAPPHIRE oder unsere Vertriebspartner senden
Ihnen einen Ersatzlifter direkt zu! Das bedeutet, dass sie leicht zu entfernen, zu reinigen und zu ersetzen sind und mit nur einer
Schraube zuverlassig an ihrem Platz gehalten werden.

Doppelkugellager
Diese verfligen tUber doppelt kugelgelagerte Lifter, die in unseren Tests eine um ca. 85% langere Lebensdauer als Gleitlager
aufweisen. Durch die Verbesserungen an den Lifterfliigeln ist die Lésung bis zu 10% leiser als die Vorgangergeneration.

Tri-X Kiihltechnologie



Eine innovative Mischung aus robuster VRM-Kiihlung und unabhangigen Speicher-Thermomodulen arbeitet parallel, um Warme

effizient und effektiv Uber alle Bereiche hinweg abzufiihren.

Tunnelférmige Lamellen erhéhen den Konvektionsluftstrom und sorgen dafiir, dass der Wind kontinuierlich durch das Kihl- und

Geblasesystem stromt.

Die Warme wird von einem Trio groBer, effizienter Lifter abgefihrt, die gegen den Uhrzeigersinn laufen, um den Luftstrom zu

maximieren.

Sapphire NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X, Radeon RX 7900 XTX, 24 GB, GDDR6, 384 Bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express

x16 4.0

Sapphire NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X. Grafikprozessorenfamilie: AMD, GPU: Radeon RX 7900 XTX. Separater Grafik-
Adapterspeicher: 24 GB, Grafikkartenspeichertyp: GDDR6, Breite der Speicherschnittstelle: 384 Bit. Maximale Auflésung: 7680 x 4320
Pixel. DirectX-Version: 12 Ultimate. Schnittstelle: PCIl Express x16 4.0. Kuhlung: Aktiv, Anzahl Lifter: 3 Lifter, Farben der

Beleuchtung: Multi

Merkmale
Leistungen
Verpackungsdaten TV Tuner integriert Nein
DirectX-Version 12 Ultimate
Verpackungsart Box Dual-Link-DVI Nein
AMD FreeSync Ja
Energie

Min. Systemstromversogung 800 W
Zuséatzliche Stromanschliisse 3x 8-pin
Stromverbrauch (max.) 420 W

Gewicht und Abmessungen

Lénge (mm) 320 mm

Tiefe 71,6 mm

Héhe 135,8 mm
Systemanforderung

Unterstlitzt Windows- Windows 10 x64, Windows 11
Betriebssysteme x64

Unterstitzte Linux- Ja

Betriebssysteme

Min. bendtigter RAM 8192 MB

Anschliisse und Schnittstellen

Schnittstelle PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlusse 2

Anzahl DisplayPort 2
Anschlisse
DisplayPorts-Version 2.1

Speicher

Separater Grafik-Adapterspeicher24 GB

Grafikkartenspeichertyp
Breite der Speicherschnittstelle
Datenlbertragungsrate

Design

Kihlung

Kuhltechnik

Anzahl Lifter
Formfaktor

Hoéhe der Halterung
Anzahl Slots
Beleuchtung

Farben der Beleuchtung
Produktfarbe

Prozessor

CUDA
Grafikprozessorenfamilie
GPU
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
Maximale Auflésung
Streamprozessoren
Maximale Displays pro
Videokarte

Lithographie
Unendlicher Cache
Strahlenbeschleuniger

GDDRe6
384 Bit
20 Gbit/s

Aktiv

Sapphire Vapor Chamber cooling
3 Lifter

Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Full-Height (FH)

3,5

Ja

Multi

Silber

Nein

AMD

Radeon RX 7900 XTX
2680 MHz

7680 x 4320 Pixel
6144

4

5nm
96 MB
96



Preisdnderungen und Irrtimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.
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